Datenblatt

FG

pcb & more

Herstellung elektronischer
Baugruppen, Assembling

Spezifikationen

Elektronische » Nutzenverarbeitung
Baugruppen * maximale GroRe 443 x 508 mm
* Fertigungslose ab 1 Stuck
THT * alle Bauformen
* Loten per Schwalllétmaschine oder Hand
SMD * kleinste Bauform .0201

BGA-Bestuckung

Bestlickung per Automat oder Hand

Dampfphasenléten / Reflowldten

Létpasten- bzw. Kleberdruck mit Jet Print oder Pastenschablone

Materialbeschaffung Prifung auf Verflgbarkeit auch bei Kleinstmengen

Einkauf weltweit (u.a. von abgektindigten und schwer beschaffbaren Bauteilen)

Verarbeitung von Kundenbeistellmaterial

mfangreiches Bauteilsortiment am Lager

Besonderheiten Montage von Steckverbindern, Kuhlkdrpern (Schrauben, Nieten)

Frontplatten- und Gehauseeinbau

Komplettierung und Verdrahtung

BaugruppenverguB / Printschutzlack

Technische Beratung Dokumentationserstellung

Hilfe bei Bauteilauswahl

Erstellung von CAD-Daten

Qualitatskontrolle optische Kontrolle
* AOI

elektrischer Test / Abgleich von Baugruppen

Inbetriebnahme nach Kundenwunsch

Erstmusterprifung

ODB++
Pick- & Place-Listen und Gerberdaten

Daten

Stlcklisten, Bestlickungsplane

Verarbeitung von Eagle, Target, Gerberdaten, KiCard

Musterplatinen

ISO 9001:2015
IPC-A-610 class l und Il

Zertifikate / Normen

spezielle Ausfiihrungen auf Anfrage
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